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SKOLICI LIST

Aplikace a oSetreni stinici barytové omitky X — RAY Stop

Barytovéd omitka X - RAY Stop je vzhledem ke granulometrii barytového kameniva urc¢ena
pro ru¢ni nanaseni.

Malta se pfipravuje tak, ze sucha smés X - RAY Stop se rozmicha pouze s vodou na
konzistenci hustsi jadrové omitky ( orientacné¢ 100 az 120 ml vody na 1 kg suché smési).

P1ili§ suchd malta by vedla k porucham pfi nandSeni, pfili§ fidkd malta by vedla ke snizeni

pozadované objemové hmotnosti a dale by mohla zpiisobit vznik trhlin. Aby doSlo vedle

homogenizace téz k aktivaci chemickych pfisad a dokonalému rozdruzeni ve smési

obsazenych vléken, je nutné maltu dikladné rozmichat napt. v bézné spadové michacce.

Rozmichanou maltu optimalni hustoty se zakazuje béhem aplikace dale zied'ovat vodou.
Proto se doporucuje, aby mnozstvi pfipravené malty bylo nejvyse takové, aby se vyhovélo
tomuto piedpisu, a nedochazelo k zbyte€nym ztratam v zatuhlé malte.

Vznikla malta se nanasi na podkladni zdivo opatifené vyzralym postiikem (tento je mozno
piredem zvlh¢it) klasickym postupem jako u jadrovych omitek. Zakazuje se pouziti omitnika,
Vv jejichz misté by mohlo vlivem tzv. slabého spoje dojit k tvorbé technologickych trhlin. Ma-
li byt piredepsana vrstva stinici barytové omitky siln€j$i nez 1 cm, predepisuje se provadeét
omitani postupnég, a to po vrstvach tloustky cca 1 cm, ndsledovné: prvni vrstva se nanese
velmi peclivé tzv. pres lzici bez dal$i upravy. Kazdd dalsi vrstva se nanasi obdobnym
zpisobem vzdy po 24 hodinach zrani vrstvy piedchozi. Pokud jsou klimatické podminky
natolik zhorSeny, ze béhem 24 hodin zrani nedojde k nabyti dostatecné inosnosti prvni vrstvy,
je tfeba s nanaSenim dalsi vrstvy vyckat do té doby, az bude tomuto pozadavku vyhovéno,
nebot’ barytova omitka je velmi t€zka a pfi podcenéni uvedené¢ho piedpisu by mohlo dojit
k jejimu spadnuti. Méto souvislosti se dale doporucuje v podzimnim a zimnim obdobi
omitané prostory temperovat. Teprvpogledni vrstvé se povrch omitky zarovna lati.

Prace se nesmi provadét za teplot podkladu i okoli pod +5°C. Z hlediska nésledného
teplotniho rezimu v Cerstvé omitnutych prostorach se dale doporucuje vystiihat se velkych
teplotnich vykyvli v obdobi tvrdnuti a zrani omitek, tj. po dobu cca prvnich tif mésict. Velké
teplotni vykyvy smérem k vySSim tepdtam, zptisobené nejcastéji nabéhem topeni, mohou
totiz zpiisobit nahlé vysychani omitek, doprovazené jejich prudkym smr§tovanim a vznikem
trhlin.

Pti uskladnéni suché smési X-RAY Stop je tieba dbat na to, aby se zamezilo nejen jejimu
pfimému kontaktu s kapalnou vodou, ale i déletrvajicimu kontaktu se vzduSnou vilhkosti.
Pokud je tento pozadavek dodrzen, je mozné skladovani i za zdpornych teplot.

K suché smési X - RAY Stop je zakézano pridavat jakékoliv dalsi latky.
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Aplikace a oSetfeni stinici vypliové barytové omitky X — RAY Stop

Barytova vyplnova omitka X - RAY Stop je vzhledem ke granulometrii barytového kameniva
urc¢ena pro rucni zpracovani.

Vyplnova omitka se pfipravuje tak, ze sucha smés X - RAY Stop se rozmicha pouze s vodou
na pozadovanou konzistenci lité smési tak, aby nedochazelo k odlu¢ovani vody. Pro dobrou
homogenizaci a aktivaci chemickych pfisad je nutné vzniklou smés dikladné rozmichat napf.
V bézné spadové michacce.

Rozmichanou smés optimalni konzistence se zakazuje behem provadéné aplikace dale
ziedovat vodou. Proto se doporucuje rozmichat pouze takové mnozstvi smési, aby se
vyhovélo tomuto predpisu, a tim zamezilo zbyteCnym ztratam.

Pti vyplnovani sendvicové piicky smi €init vyska vrstvy odlité vypliové smési maximalné 30
cm. Aby se odstranily pfipadn¢ vzniklé kaverny, velké vzdusné pory a jiné poruchy, provede
se po odliti této vrstvy zhutnéni vpichovanim. Zhutnéni se doporucuje provadét ocelovou tyci
0 0 10 mm na vzdalenost cca 5 az 10 cm nepiili§ rychle, aby nedoslo k viditelnému
rozmiseni smési.

Dale se doporucuje vyplnit sendvicovou pticku bez preruseni alespon do vysky cca 1,5 m.

Préace se nesmi provadét za teplot okoli pod +5°C. Doporucuje se vystiihat velkym teplotnim
vykyviim béhem tuhnuti a zrani betonu.

V nezbytné nutnych ptipadech je mozné aplikovat barytovou omitku vypliovou rovnéz jako
betonovou smés, a to tf. B 15. Pfiprava a oSetfeni této betonové smési podléha pokynim
uvedenym ve Skolicim listu barytového betonu X - RAY Stop.

Pti uskladnéni suché smési X-RAY Stop je tieba dbat na to, aby se zamezilo nejen jejimu
pfimému kontaktu s kapalnou vodou, ale i déletrvajicimu kontaktu se vzduSnou vilhkosti.
Pokud je tento pozadavek dodrzen, je mozné skladovani i za zdpornych teplot.

K suché smési X - RAY Stop je zakdzano piidavat jakékoliv dalsi latky.
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Aplikace a oSetreni stiniciho barytového betonu X — RAY Stop

Barytovy beton X- RAY Stop je urcen pro stinici vrstvy, které mohou nahrazovat klasické
betonové vrstvy.

Sucha betonovd smés X- RAY Stop se zpracovava pouze piidanim zdmésové vody bez
jakychkoliv dalSich piisad napt. ve spadové michacce do fadného zhomogenizovani, kdy
vysledna betonova smés vykazuje pouze zavlhlou konzistenci bez odlucovani vody.

Na ukladaném misté se betonova smés zpracovava nejlépe dusanim nebo vibracni liStou tak,
aby na povrch vystoupil cementovy tmel.

Ma-li byt predepsand vrstva siln€js$i nez 50 mm, piedepisuje se provadet zpracovani betonu
po vrstvach. Finalni povrch se docili béZznym postupem, hlazenim ¢i vibraéni listou.

Osetteni zpracovaného betonu probiha béznym zplisobem.

Prace se nesmi provadét za tepot okoli pod +5°C. Doporucuje se vystiihat velkym teplotnim
vykyvim béhem tuhnuti a zrani betonu.

Pti uskladnéni suché smési X-RAY Stop je tieba dbat na to, aby se zamezilo nejen jejimu
pfimému kontaktu s kapalnou vodou, ale i déletrvajicimu kontaktu se vzduSnou vilhkosti.
Pokud je tento pozadavek dodrzen, je mozné skladovani i za zdpornych teplot.

K suché smési X - RAY Stop je zakdzano piridavat jakékoliv dalsi latky.



